1、红胶（贴片胶）系列

1.1 产品说明：

LD系列贴片胶是一种热固型单一组份的聚合型粘接剂，它是特为表面安装技术（SMT）以及裸装基板应用开发、研制的专用胶水。

1.2 特点：

1.2.1 非常宽的应用范围，不易造成拖尾现象。

1.2.2 胶点形状稳定。

1.2.3 对于各种表面粘着零件，可获得安定的接着强度。

1.2.4 非常低的吸湿性，在快速升温及较短时间的固化下均不容易造成气泡或粘结力不够。

1.2.5 储存安定性优良。

1.3固化条件：

1.3.1 建议固化条件是基板表面温度达到150℃以后60秒。
1.3.2 固化温度越高、固化时间越长，越可获得高度接着强度。理想的固化条件视其所用的固化炉而定。
1.4 使用方法：

1.4.1 在贮存温度为2~10℃的冷藏器内贮存。
1.4.2 从冰箱取出使用时请等到胶粘剂温度完全恢复到室温后再使用。

1.4.3 因防止拉丝最适合的点胶设定温度是20~30℃.
1.4.4 对于点胶管的洗涤可使用丙酮。
1.5 包装：

LD系列贴片胶根据客户要求而备有各类专用针筒包装以及圆柱筒包装。

1.6 固化温度曲线
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1.7 贴片胶标准类别及特性表（一）

	产品标示
	LD988D
	LD988F
	LD988F1
	LD968
	LD988E

	成份
	环氧树脂
	环氧树脂
	环氧树脂
	环氧树脂
	环氧树脂

	外观
	红色膏状物
	红色膏状物
	红色膏状物
	红色膏状物
	红色膏状物

	比重
	1.28
	1.26
	1.22
	1.23
	1.26

	粘度（25℃,5rpm）
	300,000mpa·s
	270,000mpa·s
	350,000mpa·s
	270,000mpa·s
	270,000mpa·s

	触变指数
	6.5
	6.8
	6.5
	6.5
	6.8

	接着强度
	0603
	2.8 kg
	2.8 kg
	2.6 kg
	2.8 kg
	2.8 kg

	
	0805
	4.5kg
	5.0 kg
	5.0 kg
	4.9 kg
	5.0 kg

	
	SOP-IC

(12pins)
	7.5kg
	7.5 kg
	7.5 kg
	7.5 kg
	7.5 kg

	体积阻抗系数
	2.5×1017Ω(JISK6911)
	2.6×1017Ω(JISK6911)
	2.9×1017Ω(JISK6911)
	2.7×1017Ω(JISK6911)
	2.6×1017Ω(JISK6911)

	介电常数（1MHZ）
	3.56(JISK6911)
	3.58(JISK6911)
	3.63(JISK6911)
	3.57(JISK6911)
	3.58(JISK6911)

	介电损耗（1MHZ）
	0.014(JISK6911)
	0.015(JISK6911)
	0.016(JISK6911)
	0.016(JISK6911)
	0.015(JISK6911)

	主要特点
	用于机器刮胶、手动刮胶
	用于机器刮胶、手动点胶，IC、玻璃二极管不掉件
	用于高速点胶、手动点胶，且耐高温性好，IC、玻璃二极管不掉件
	用于刮胶，低温固化型，120℃时180秒固化
	用于机器刮胶、手动点胶，IC、玻璃二极管不掉件


1.8 贴片胶标准类别及特性表（二）

	产品标示
	LD988E1
	LD988H
	LD988H1
	LD988N
	LD988N1

	成份
	环氧树脂
	环氧树脂
	环氧树脂
	环氧树脂
	环氧树脂

	外观
	红色膏状物
	红色膏状物
	红色膏状物
	红色膏状物
	红色膏状物

	比重
	1.22
	1.28
	1.28
	1.28
	1.23

	粘度（25℃,5rpm）
	270,000mpa·s
	500,000mpa·s
	300,000mpa·s
	300,000mpa·s
	270,000mpa·s

	触变指数
	6.5
	6.0
	6.0
	6.0
	6.5

	接着强度
	0603
	2.6kg
	2.8 kg
	2.8 kg
	2.8 kg
	2.8 kg

	
	0805
	5.0kg
	4.5 kg
	4.5 kg
	4.5 kg
	4.9 kg

	
	SOP-IC

(12pins)
	7.5kg
	7.5 kg
	7.5 kg
	7.5 kg
	7.5 kg

	体积阻抗系数
	2.9×1017Ω(JISK6911)
	2.6×1017Ω(JISK6911)
	2.6×1017Ω(JISK6911)
	2.6×1017Ω(JISK6911)
	2.7×1017Ω(JISK6911)

	介电常数（1MHZ）
	3.63(JISK6911)
	3.57(JISK6911)
	3.57(JISK6911)
	3.57(JISK6911)
	3.57(JISK6911)

	介电损耗（1MHZ）
	0.016(JISK6911)
	0.015(JISK6911)
	0.015(JISK6911)
	0.015(JISK6911)
	0.016(JISK6911)

	主要特点
	用于高速点胶、手动点胶，且耐高温性好，IC、玻璃二极管不掉件
	用于刮胶，150℃×60秒固化，卤素达标
	用于点胶，150℃×60秒固化，卤素达标
	低温固化型，用于刮胶，120℃×3分，80℃×10分，卤素达标
	低温固化型，用于点胶，120℃×3分，80℃×10分，卤素达标


2、锡膏

2.1 表面贴装用焊锡膏

锡膏的特性在电路板表面贴装工程里扮演很重要的角色，因此为了要达到理想又稳定的焊锡效果，选择合适的锡膏是决定性的因素。选择锡膏所要考虑的因素包括合金含量、锡粉筛目和助焊剂的类型。

2.2 锡膏合金的选择

我公司所有的锡膏都是采用高纯度的合金粉及良好的制程控制而生产。其锡粉是根据ANSI/J-STD006标准而制成。在电路板组装及表面贴装工程里最普遍使用的锡铅合金是锡63铅37和锡62铅36银2;最常用的无铅锡膏为Sn96.5Ag3Cu0.5或Sn99.7Cu0.3。

2.3 锡粉的颗粒分布

我公司所用的锡粉是在氮气环境中及严格的品管制程控制之下来生产，在这种制程下所生产的锡粉纯度高、低氧含量及颗粒散布一致。为了保存锡粉新鲜以及不会氧化，每一包锡粉都是采用真空包装。

2.4 膏合金的锡选择

	合金
	熔点

	
	固态温度
	液态温度

	Sn63Pb37
	183
	183

	Sn62Pb36Ag2
	179
	179

	Sn96Pb2Ag2
	268
	302

	Sn60Pb35Bi3Ag2
	178
	178

	Sn43Pb43Bi14
	114
	163

	Sn42Bi58
	138
	138

	Sn64Bi35Ag1
	172
	172

	Sn99.7Cu0.3
	227
	227

	Sn96.5Ag3Cu0.5
	217
	217


2.5 锡膏合金的包装

	罐装
	管状包装
	针筒包装

	250克
	500克
	35克
	10c.c

	500克
	
	100克
	30c.c


2.6 焊锡膏标准类别及代表特性（免洗型）

	型号
	LD960-H
	LD961-H
	LD961-F
	LD860-H
	LD861-H
	LD966
	LD967
	LD968

	合金成分
	Sn63Pb37
	Sn63Pb37
	Sn62Pb36

Ag2
	Sn63Pb37
	Sn63Pb37
	Sn96.5Ag3

Cu0.5
	Sn60Pb35

Bi3Ag2
	Sn64Bi35

Ag1

	熔点
	183
	183
	179
	183
	183
	217
	178
	172

	助焊剂含量（%）
	10±0.5
	10±0.5
	10±0.5
	10±0.5
	10±0.5
	11±0.5
	10±0.5
	10±0.5

	粒径（μm）
	25~45
	25~45
	25~45
	10~40
	20~45
	25~45
	25~45
	25~45

	含卤量
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%

	粘度（25℃）
	180~220
	180~220
	180~220
	180~220
	180~220
	180~220
	180~220
	180~220

	铜板腐蚀性
	无腐蚀
	无腐蚀
	无腐蚀
	无腐蚀
	无腐蚀
	无腐蚀
	无腐蚀
	无腐蚀

	铜镜实验
	合格
	合格
	合格
	合格
	合格
	合格
	合格
	合格

	绝缘电阻
	＞1×1012
	＞1×1012
	＞1×1012
	＞1×1012
	＞1×1012
	＞1×1012
	＞1×1012
	＞1×1012

	焊锡扩散率（%）
	92
	92
	90
	90
	91
	92
	92
	92

	锡粉形状
	球形
	球形
	球形
	球形
	球形
	球形
	球形
	球形

	印刷最小间距mm
	＞0.3
	＞0.3
	＞0.3
	＞0.25
	＞0.3
	＞0.3
	＞0.3
	＞0.3

	特长
	不含卤

印刷性能好

焊点光亮
	不含卤

印刷性能好

焊点光亮
	不含卤

印刷性能好

焊点光亮
	不含卤

印刷性能好

焊点光亮
	不含卤

印刷性能好

焊点光亮
	无铅贴片锡膏

不含卤

焊点亮
	插件锡膏焊点柔和不含卤


	无铅插件锡膏

焊点柔和不含卤
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2.7 标准的温度曲线图

2.8 焊接加温曲线

建议参考图1，若设备不适合时也可参考图2。
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3、邦定胶

3.1 产品说明

LD系列邦定胶是封装用的高性能、单组份环氧树脂系列胶粘剂，具有难燃、贮存稳定、中温快速硬化及优良的接着力等特性，适用于传统时间/压力控制滴胶设备，且该产品电性能优秀，耐冷热冲击，不腐蚀金、铝钱，本产品分LD-201（冷胶）和LD-202（热胶）两种，且颜色有黑色、白色、红色、绿色四种或客户指定颜色。此新系列的软包封环氧树脂的设计是专供一般IC电子晶体的软封装用，适用于各类电子产品，例如计算机、钟表、音响、计算器、电话、游戏机等电子产品的IC晶片封装，LD系列邦定胶的设计是经过1000小时的温度/湿度/偏压等度测和热度循环而研制成的优质产品。

3.2 产品特性

	
	LD-201
	LD-202
	LD-203

	外观
	不流动粘稠度
	不流动粘稠度
	乳白色膏体

	密度（g/cc）
	1.55
	1.60
	1.60

	贮存期
	25℃3个月

5℃6个月
	25℃3个月

5℃6个月
	25℃3个月

5℃6个月


3.3 推荐最佳固化时间

	
	LD-201
	LD-202
	LD-203

	预热温度
	不预热
	40-50℃
	40-50℃

	电器板预热温度
	不预热
	90-120℃
	90-120℃

	固化时间
	120℃/30min
	120℃/30min
	120℃/30min


3.4 完全硬化后特性

	
	LD-201
	LD-202
	LD-203

	颜色
	光亮性
	亚光性
	透明

	线膨胀系数（cm/℃）
	＜4.0×10-6
	＜4.0×10-6
	＜4.0×10-6

	玻璃化温度（℃）
	＞130
	＞130
	＞130

	硬化shoreD（最小）
	90
	90
	90

	收缩率（%）
	＜2
	＜2
	＜2

	耐火标准
	94v-0
	94v-0
	94v-0


3.5 固化后的电气性能

	介电常数（1MHZ）
	4.9

	介质损耗（1MHZ）
	0.083

	体积电阻率（Ω.cm）
	1.9×1014


3.6 使用方法

3.6.1 LD-202、LD-203用毛笔、滴胶机、棉签点胶，为了获得最好的结果，先将线路板预热至90℃以上，将胶滴于邦定位置，然后置于烘箱内固化，这样有助于减少连接引线下面所藏空气。

3.6.2以上使用方法及建议只可作为参考之用，根据各自不同产品的特性及质量要求可找出适合的使用方法。

3.6.3 邦定胶开封使用后，要及时把盖封好并保持清洁。

4、防焊胶

LD系列防焊胶产品有：高温固化防焊胶LD-105；常温自干防焊胶LD-106、LD-108。

	型号
	外观
	固化条件
	粘度20℃

（7号转子1转）
	主要特性

	LD-105
	蓝色（可调）
	加热固化
	1.09×103cp
	需用转用溶剂稀释

	LD-106
	乳白色可流动胶体
	25℃，厚度0.05mm，10-15分钟固化
	3.6-4.0×103cp
	黏度较低可用于螺丝孔、通空的防焊

	LD-108
	乳白色膏体
	25℃，厚度0.05mm，10-15分钟固化
	1.0-1.5×104 cp
	可用于需要防焊的线路板以及接头，


4.1、产品特性

4.1.1 可用于波峰焊过程中需要防焊的线路板。

4.1.2 LD-105会一直贴覆在线路板上其涂布的区域，直到要去除时只需用手或镊子轻轻撕下即可，而且不留残胶。

4.1.3 可用于接头，螺丝孔，THROUGH HOLE的防焊。

4.1.4 不会使金、铜、磷、青铜氧化。

4.1.5 不损伤零件。

4.1.6 在组件过程中可以防止污染。

4.1.7 可完全由微生物分解，符合环境要求。

4.1.8 耐温至260℃-280℃。
4.1.9 保存期限：6个月（25℃）
4.2 使用注意事项

4.2.1LD常温自干防焊胶应在完全干燥后，在应用到高温工艺中
4.2.2在94℃~120℃温度下使用，应避免超过2小时。
4.2.3在120 ℃~149 ℃温度下使用，应避免超过1小时

4.2.4在260℃—280℃温度下使用、应避免超过15-20秒。
4.2.5LD-106、LD-108除自干外，也可以在66℃下烘烤8-10分钟
4.2.6 零件应避免占附油脂，以确保有效粘着。

4.2.7 LD-105配有专用的溶剂稀释的粘度。

4.2.8保存方法：
切勿置于冰箱中或高温下，保存时宜用不透光之容器储存于室温中即可。
5、导电银胶

5.1 产品说明

RL系列导电银胶为热固化单组分导电粘合剂，分为有机硅和环氧树脂两大类。从外观上分有黑色、银灰色、膏体、半流动等不同颜色和不同粘度，可满足多种操作工艺，固化后具有导电率高、导热性好、粘接强度高、内应力小、离子含量低等特点。

5.2 贮存及运输

5.2.1 建议在低于-10℃的条件下贮存，贮存期6个月，温度升高会降低其保存期限。

5.2.2 使用前需在常温下回温4小时以上。

5.2.3本品为非危险品，可按非危险品贮存和运输。

5.3 包装规格

500g塑料瓶，50g针管

5.4 技术参数

	
	RL301
	RL302
	RL303

	组成
	环氧+Ag粉
	环氧+Ag粉
	有机硅+Ag粉

	溶剂含量（%）
	4~5
	
	

	粘度（cps）
	15~25×103
	24×103
	24×103

	比重（25℃）
	2.7
	3.1
	3.1

	建议固化方式
	150℃×30分

135℃×60分
	150℃×30分

135℃×60分
	150℃×30分

135℃×60分

	特点
	粘接强度高
	工艺性好
	工艺性好

	推拉力（mpa）

（硅晶片和渡银铜片）
	9
	14.7
	14.7

	体积电阻
	4.0×10-6
	5.0×10-6
	5.0×10-6

	Tg（℃）
	130
	90
	90

	热膨胀系数（cm/℃）
	3.6×10-5

16×10-5
	4.8×10-5

17×10-5
	4.8×10-5

17×10-5

	热失重（300℃,%）
	2.2
	0.3
	0.3


注：以上数据为实验室测得，仅供生产时参考

6、导热胶

6.1 产品说明

    RL系列导热胶是单组份热固化环氧树脂粘合剂或双组份有机硅导热粘合剂，外观为灰色或黑色，呈流体或半流体状态，固化后导热性良好，粘接强度高，内应力小，主要用LED及各种散热元件的封装。

6.2 贮存及运输 

6.2.1 建议在2℃-10℃条件下贮存。

6.2.2 从冷藏室取出后待温度完全恢复到室温后再使用。
6.2.3 用胶结束后，对于环氧类导热胶可用丙酮清洗；对有机硅类也用汽油清洗。
6.3 包装规格

500g塑料瓶，50g针管

6.4 技术参数

	
	RL601
	RL602

	组成
	环氧+氮化铝
	有机硅+炭化硅

	外观
	灰色
	A白色+B红色

	粘度（cps）
	2000×103
	50~80×103

	导热系数
	＞2.5w/mk
	＞2.7w/mk

	固化条件
	150℃×60秒

120℃×5分
	120℃×60分

	适用温度
	150~-20℃
	200~-80℃

	适应用领域
	电子封装
	航空航天

	使用特点
	单组份，可直接使用
	双组份，1：1混合后保用，操作时间24小时


7、底部填充胶

7.1 产品说明

RL系列底部填充胶（underfill）为单组份热固化环氧粘合剂，分自流平填充和非流动填充，固化后热收缩率低，内应力小，能重新分配由于硅芯片和有机衬底间热膨胀系数失配产生的热应力，提高电子产品的可靠性，特别是抗震、跌落、冲击等性能，同时具有可维修性。

7.2 技术参数

	
	RL501
	RL502

	固化前
	比重
	1.2
	1.6

	
	粘度（25℃）
	3000~6000 cps
	250-300×103 cps

	
	固化条件
	120℃×60分

150℃×20分
	120℃×60分

150℃×20分

	
	适用期（23℃）
	7天
	7天

	固化后
	Tg（℃）
	85
	96

	
	硬度（S-D）
	65
	85

	
	热膨胀系数
	63×10-6

180×10-6
	51×10-6

170×10-6

	
	吸水率%（25℃）

24hr@85℃/85RH%
	0.38
	0.21

	
	介电损

（25℃）
	1MHZ
	3.7
	5.4

	
	
	10MHZ
	3.5
	5.1

	
	体积电阻
	7.3×1015
	2.6×1016


7.3 贮存与运输

7.3.1 建议RL-501在-15~0℃贮存；RL-502在2~10℃贮存。

7.3.2 运输时要用保温箱，内带降温冰袋。

7.3.3 使用前要回温，使胶的温度彻底回到常温，否则易吸潮变质。

7.4 包装规格

50g针管

8、UV胶

8.1 产品说明

UV胶是用波长在200-400nm的紫外线固化的粘合剂，用于ABS、PC、PS、PMMA等材料的自粘与互粘，LCD的封装，电子器件的密封、防潮、绝缘保护和固定。

8.2 产品特性

8.2.1 固化速度快，极大地提高生产效率。

8.2.2 粘接强度高，固化后长期保持高强度，不易衰减。

8.2.3 固化产物可以是柔韧性的，耐弯拆、耐冲击、耐振动效果好。

8.2.4 低气味，低腐蚀，粘度可调，便于手工施胶或点胶机施胶。

8.3 技术参数

	
	RL401UV
	RL402 UV
	RL403 UV

	外观
	无色透明
	无色透明
	淡褐色液体

	粘度（25℃）
	15×103 cps
	15-25×103 cps
	20-40×103 cps

	定位时间
	＞15s
	＞10s
	＞8s

	固化条件
	＞1500mj/cm2
	＞1500mj/cm2
	＞1500mj/cm2

	固化物硬度（DPD）
	80
	60
	55

	拉伸强度（N）
	25
	14（）
	12（PVC）

	吸水率%
	＜1.0
	≤0.8
	≤0.7

	介电常数（1MHZ）
	
	3.8
	3.8

	介电损耗（1MHZ）
	
	0.03
	0.03

	介电强度（KV·mm-1）
	
	19
	19

	表面电阻（Ω）
	
	6.2×1015
	6.2×1015

	特点与应用
	用LCD封口
	排线导电材料的密封
	电子材线补强


8.4 使用方法

8.4.1 清洁被粘材料的表面。

8.4.2 将胶水涂（点）有被粘材料的指定位置。

8.4.3 用紫外灯直射胶层。

8.4.4 胶固化后如元件周边有溢胶，可用刀片将其清除。

8.5 贮存与运输

贮存在密闭容器中，在避光、避风、阴凉的条件下存贮，运输时避免爆晒、雨淋。

8.6 包装规格

50g针管，1KG/瓶，20KG/桶
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